
审计论文的摘要(实用5篇)
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范
文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一
块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面
是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以
帮助到有需要的朋友。

审计论文的摘要篇一

1、本论文(设计)是在指导教师的指导下，查阅相关文献，进
行分析研究，独立撰写而成的。

2、本论文(设计)中，所有实验、数据和有关材料均是真实的。

3、本论文(设计)中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或
机构已经撰写发表过的研究成果。

4、本论文(设计)如有剽窃他人研究成果的情况，一切后果自
负。

毕业论文(设计)作者签名：

签字日期：年月日

毕业论文(设计)版权使用授权书

签字日期：年月日

签字日期：年月日

论文作者签名：指导教师签名：



审计论文的摘要篇二

1、本论文(设计)是在指导教师的指导下，查阅相关文献，进
行分析研究，独立撰写而成的。

2、本论文(设计)中，所有实验、数据和有关材料均是真实的。

3、本论文(设计)中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或
机构已经撰写发表过的研究成果。

4、本论文(设计)如有剽窃他人研究成果的情况，一切后果自
负。

毕业论文(设计)作者签名：

签字日期： 年 月 日

毕业论文(设计)版权使用授权书

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

论文作者签名： 指导教师签名：

审计论文的摘要篇三

英语论文摘要是研究论文的重要组成部分,本文首先通过英语
论文摘要的重要功能作用来阐明其重要性;并且分析在进行英
语论文摘要撰写工作中,应把握摘要的两个主要特点-完整的
语篇结构和精炼的语言,进而通过实际例子的对比分析,探讨
如何把握摘要的主要特点之一-其完整的语篇结构。



审计论文的摘要篇四

各位老师：

你们好！我叫徐峰，来自计算机12-4。我的论文题目是《在
线考试系统》，论文是在徐燕妮老师的指点下完成的，在这
里我向徐老师表示深深的谢意，向参加我的论文答辩各位老
师表示衷心的感谢，并对我三年来的各位授课老师表示由衷
的敬意。下面我将本论文设计的目的和主要内容向各位老师
作一汇报，请各位老师批评指导。

首先，我想谈谈这个毕业论文设计的目的及意义。设计编写
在线考试系统是基于以下几种目的：一是充分利用现有的计
算机资源提高组卷效率，减轻工作人员的劳动强度；二是摒
弃传统的手工整理、以试卷(纸质)的形式存放到档案室，浪
费大量纸张等原材料不利于环境的保护。作为计算机应用的
一部分，在线考试系统能对试题实行科学的管理，通过科学
合理的组卷策略，减轻任课教师组织试卷的工作负担，避免
人工组卷过程的主观性和片面性。保证同一教学大纲指导下
多班级考试的公平性。

第一章前言，阐明了系统开发的目的和意义。

第三章系统设计，确定系统总体结构和物理方案

第五章系统的运行与维护，介绍了系统的运行环境和维护方
法

(1)系统应用程序维护(2)数据维护(3)代码维护(4)硬件设备
维护

(1)纠错性维护(2)适应性维护(3)完善性维护(4)预防性维护

第六章结束语，是整个设计的总结。说明了该设计取得的成



果和存在的问题

最后，我想谈谈这篇论文和系统存在的不足。由于本人思维
逻辑性不够严谨以及个人技术的不足使系统运行时偶尔出现
错误，而且帮助模块也未能完善，在这篇论文的写作以及系
统开发的过程中也使我认识到自己知识与经验的缺乏。虽然
我竭尽所能进行论文写作和系统开发，但论文还是存在许多
不足之处系统功能并不完备，有待改进。请各位评委老师多
批评指正让我在今后的学习中学到更多。

谢谢！

审计论文的摘要篇五

在查阅大量文献的基础上,本文就价格促销对品牌权益的影响
进行了分析。

同时,也总结了国内外学者对在不同调节因素影响下,价格促
销对品牌权益影响的研究结论,并提出了今后的研究的方向。

论文题目：天体对地球重力加速度的影响

论文摘要：地球重力加速度是一个极其重要的物理量，随着
对重力加速度测量精度要求的日益提高，必须考虑天体对地
球重力加速度的`影响。

本文介绍了天体(包含日、月及太阳系行星)对地球重力加速
度影响的基本概念，推导了影响的计算公式，并经过误差分
析，证明此公式的相对误差小于1×10-9，完全可满足现代精
密重力加速度测量的要求。

撰写论文摘要的常见毛病，一是照搬论文正文中的小标题(目
录)或论文结论部分的文字;二是内容不浓缩、不概括，文字
篇幅过长。



论文摘要【1】

论文题目：集成电路热模拟模型和算法

论文提要：众所周知，半导体器件的各种特性参数都是温度
的灵敏函数学[诸如l,b(t),c1(t),cp(t)……]。

集成电路将大量元件集成在一块苡片上，电路工作时，元件
功耗将产生热量，沿晶片向四周扩散。

但是由于半导体片及基座材料具有热阻，因此芯片上各点温
度不可能相同。

特别对于功率集成电路，大功率元件区域将有较高温度所以
在芯片上存在着不均匀的温度分布。

但是为了简化计算，一般在分析集成电路性能时，常常忽略
这种温度差别，假定所有元件者处于同一温度下。

例如通用的电路模拟程序--spice就是这样处理的。

显然这一假定对集成电路带来计算误差。

对于功率集成电路误差将更大。

因此，如何计算集成电路芯片上的温度分布，如何计算元件
温度不同时的电路特性，以及如何考虑芯片上热、电相互作
用，这就是本文的目的。

本文介绍集成电路的热模拟模型，并将热路问题模拟成电路
问题，然后用电路模拟程序求解芯片温度分由。

这样做可以利用成熟的电路分析程序，使计算的速度和精度
大为提高。



作者根据这一模型和算法，编制了一个ym-lin-3的fortran程
序，它可以确定芯片温度分布，也可发计算元件处于不同温
度时的电路特性，该程序在微机ibm-pc上通过，得到满意结
果。

上述论文提要字数近600，显然过长，只要认真加以修改(例
如：第一段可删掉，第二段只保留其中的最后几句话，加上
第三段)，便可以二三百个字编写论文摘要。


